




























































专利名称(译) 集成传感器模块

公开(公告)号 US10165954 公开(公告)日 2019-01-01

申请号 US14/661819 申请日 2015-03-18

申请(专利权)人(译) SALUTRON INC.

当前申请(专利权)人(译) salutron Inc.

[标]发明人 LEE YONG JIN

发明人 LEE, YONG JIN

IPC分类号 A61B5/024 H01L25/16 A61B5/00 A61B5/053 A61B5/0205 A61B5/0245

CPC分类号 A61B5/02427 A61B5/0205 A61B5/02416 A61B5/0537 A61B5/681 H01L25/167 H01L2224/73265 A61B5
/0245 A61B5/0531 H01L2924/00012 H01L2224/32245 H01L2224/48247 H01L2224/48091

优先权 62/031813 2014-07-31 US
62/058492 2014-10-01 US

其他公开文献 US20160029911A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

集成传感器模块包括一个或多个封装的光源半导体器件和安装到衬底顶
面的一个或多个封装的光检测器半导体器件。预模制的盖结构包括由不
透明模塑料模制的部分和由透光模塑料模制的另一部分。对于每个封装
的光源和光检测器半导体器件，预模制的盖结构包括由透光模塑料形成
的窗口覆盖的预模制腔。预模制的盖结构附接到基板，使得每个封装的
光源和光检测器半导体器件装配在相应的腔内，并且使得由不透明的模
塑料形成的阻挡层位于每个封装的光源半导体器件之间。和光检测器半
导体器件。该模块还可以包括供传感器使用的附加传感器和/或电极。
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